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Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia

NextGenerationEU

SECRETARIA DE ESTADO
DE TELECOMUNIC ACIONES
E INFRAESTRUCTURAS DIGITALES

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA CREACION DE CATEI?RAS UNIVERSIDAD-EMPRESA (CATEDRAS CHIP), DESTINADAS ALA
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN EL AREA DE MICROELECTRONICA, PARA LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO Y LA FORMACION EN EL
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA EUROPEO-FINANCIADO POR LA UE-NEXT GENERATION.

Relacidn de proyectos con propuestas de resolucion definitiva

NUmero Entidad Proyecto Presupuesto Ayuda Intensidad  Puntuacion

Expte. Solicitante financiable propuesta
TSI-069100-2023-0016 UNIVERSIDAD Cdatedra UPM- INDRA en 4.201.038,72€| 4.201.038,72¢€ 100% 96,16
POLITECNICA DE microelectrénica (CAUPIME)
MADRID
TSI-069100-2023-0010 UNIVERSIDAD DE Cdatedra Televés en Diseio 1.580.875,00 | 1.580.875,00 € 100% 92,41
SANTIAGO Microelectréonico
DE COMPOSTELA
TSI-069100-2023-0001 UNIVERSIDAD DE USECHIP: Catedra en 4.200.000,00 €| 4.200.000,00 € 100% 91,85
SEVILLA Microelectrénica de la
Universidad
de Sevilla
TSI-069100-2023-0004 UNIVERSIDAD DEL PAIS SOCA4SENSING - Diseno System- 1.199.693,00€| 1.199,693,00€ 100% 91,29
VASCO on- Chip con sensores
especializadosy
formacién asociada
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TSI-069100-2023-0003 UNIVERSIDAD DE +QCHIP: Transformando la 1.338.333,00€ | 1.218.333,00€ 91% 86,39
GRANADA Industria de
Semiconductores a través de la
integracién monolitica de
Circuitos CMOS y Tecnologias
Innovadoras
TSI-069100-2023-0012 UNIVERSITAT DE Cdatedra de Materiales 5.076.634,16 €| 5.076.634,16 € 100% 85,93
VALENCIA Avanzados para
la Industria de Semiconductores
y Circuitos Infegrados
UNIVERSIDAD DE Cdatedra Chip 387.150,00 € 387.150,00 € 100% 79,76
TSI-069100-2023-0011 CANTABRIA Cantabria
TSI-069100-2023-0005 UNIVERSIDAD DEL PAIS KATUTXIPI 347.500,00 € 347.500,00 € 100% 76,86
VASCO
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TSI-069100-2023-0009 UNIVERSITAT Cdatedra Internacional UPV- 3.848.581,25€| 3.848.581,25€ 100% 76,00
POLITECNICA DE VasSiC de Disefio
VALENCIA Microelectrénico, hacia el
Campus Internacional de
Semiconductores
TSI-069100-2023-0002 UNIVERSITAT Cdtedra chip fotdénico de la 4.246.339,00€| 4.246.339,00€ 100% 73.47
POLITECNICA DE Universitat Politécnica de
VALENCIA Valéncia (Cétedra PIC- UPV)
TSI-069100-2023-0007 UNIVERSIDAD DE VIGO Acceso Abierto a Herramientas 4.737.227,00€| 4.737.227,00€ 100% 71,08
de testeo y caracterizacion
de Chips Fotdnicosy
Electrénicos de Nueva
Generacion- NEXTCHIP
TS1-069100-2023-0008 UNIVERSIDAD CARLOS I Cdatedra Universidad- Empresa 1.057.300,00€| 1.057.300,00 € 100% 69,13
DE MADRID EPIQ: Circuitos
electronicos y fotdnicos
Integrados para tecnologias
cudnticas
TSI-069100-2023-0013 UNIVERSIDAD DE MALAGA MICROELECTRONI CS 5.500.000,00 €| 5.500.000,00 € 100% 68,87
MALAGA
TSI-069100-2023-0006 UNIVERSIDAD CARLOS Ill | Tecnologias Avanzadas de Test, | 3.066.500,00 € | 3.066.500,00 € 100% 67,18

DE MADRID

Ensamblaje y Encapsulado de
Circuitos
Integrados Electronicos y
Fotdénicos- EPICPack
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TSI-069200-2023-001 UNIVERSIDAD DE Disefio Microelectrénico de 296.852,27 € 192.953,98 € 65 % 63,18
NAVARRA Sensores Inaldmlbricos sin
Bateria

TSI-069100-2023-0015 UNIVERSITAT Chips para 3.761.798,45€ | 3.761.798,45€ 100% 62,20

POLITECNICA Arquitecturas Avanzadasy

DE Sistemas Foténicos (CAASFO)

CATALUNYA

TSI-069100-2023-0014 UNIVERSIDAD DE Cdatedra Chip UCLM sobre 1.119.024,47 € | 1.119.024,47 € 100% 60,43

CASTILLA LA MANCHA

Diseno de Sistemas
Microelectréonicos basados en
Arquitecturas Abiertas (DMA2)

Madrid, 22 de abril de 2024




